Solution for researching

Prensa Aquecida Automatica De Alta Pressao Para Laboratorio
90 Toneladas, Placas De 300X300Mm, Precisao De Pressao De
0,2%, 200 Graus C

Numero do item: XP62

introducao

Conheca a prensa automatica de alta pressao
para laboratério de 90 toneladas com placas
aquecidas de 300x300mm, que oferece
precisao de pressao de 0,2% e controle de
temperatura PID até 200°C. Ideal para
fabricacao de eletrodos de baterias,
conformacao de polimeros de alto desempenho,

encapsulamento de semicondutores e cura de
compdsitos. Solicite um orcamento hoje

mesmao.

Saiba mais

Fabricagdo de Eletrodos
Secos para Baterias de
Litio

Conformagé&o de Polimeros
de Alto Desempenho

Encapsulamento de
Dispositivos
Semicondutores

Cura de Compésitos
Termorrigidos

Compactagao de Pds para
Estudos de Sinterizagao

Laminacgao e Sinterizagdo
de Filmes de PTFE

Compactacao de materiais ativos em p6 e aglutinantes em chapas de eletrodo densas sob
calor e pressao precisamente controlados. A capacidade de 90 toneladas e a temperatura
uniforme garantem densidade homogénea e forte adesdo aos coletores de corrente.

Moldagem por compressao de termoplasticos avangados como PEEK, poliimidas e chapas de
PTFE em temperaturas de até 200°C. Os perfis precisos de temperatura e pressédo do sistema

permitem a producéo de filmes e placas de polimero finos, planos e dimensionalmente
estaveis.

Colagem e encapsulamento de alta area e alta pressao de dies, wafers ou pacotes
semicondutores. A precisdo de pressdo de 0,2% garante vedagao uniforme sem danificar
estruturas eletrénicas delicadas.

Cura por compressdo assistida por calor de laminados compdsitos espessos reforgados com
fibra, como pré-impregnados de fibra de carbono. Os ciclos programaveis permitem etapas
controladas de aquecimento, aplicagdo de pressao e resfriamento para alcancgar reticulagéo
ideal.

Preparagao de compactos verdes a partir de pds ceramicos ou metalicos para sinterizagao

subsequente. A alta pressao da prensa e os tempos de permanéncia programaveis produzem

densidade verde uniforme, um pré-requisito para corpos sinterizados sem defeitos.

Empilhamento e colagem de filmes de PTFE sob calor e pressédo simultaneos para criar chapas

espessas e homogéneas. A distribuicdo uniforme de temperatura impede a delaminagéo e
garante propriedades elétricas e mecanicas consistentes.

Maximiza a densidade do eletrodo e a
condutividade elétrica, resultando em maior
capacidade da bateria e maior vida (til do ciclo.

Produz pegas sem vazios, mecanicamente
robustas, com excelente acabamento superficial
e tolerancia de espessura repetivel.

Produz pacotes herméticos com minimo estresse,
fundamentais para microeletronica de alta
confiabilidade.

Fornece componentes compésitos totalmente
consolidados e de alta resisténcia com minimos
vazios.

Melhora a reprodutibilidade na pesquisa e
desenvolvimento de materiais e de novos
processos de sinterizagao.

Resulta em chapas monoliticas com resisténcia
quimica superior e rigidez dielétrica.

Especificagao

Modelo
Forga Maxima
Preciséo de Pressao

Temperatura de Trabalho

XP62 =

0 - 90 Toneladas (900 kN)

+0,2%

0 - 200 °C (méx 200 °C)

Controle hidraulico automético PIDS
Sensor de pressdo de alta precisdo

Projetado para prensagem a quente de precisdo de temperatura média
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ST

Controle de Temperatura

Poténcia de Aquecimento da Placa
Tamanho da Placa

Pressao Superficial Mdxima

Fonte de Alimentagdo

Dimensdes Externas

Peso Liquido

PID programavel, tela sensivel ao toque de 7 polegadas
3500 W

300 x 300 mm

~100 Bar (10 MPa)

AC 220 V / 50 Hz, monofasico; aprox. 15,9 A

600 x 520 x 650 mm (L x P x A)

350 kg

NI NTENK
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Programacao e monitoramento de perfis de mdltiplas etapas

Aquecimento suave e uniforme sem sobrepassagem

Capacidade de compactacao para servigo pesado
Requer tomada dedicada de 16 A
Projeto de perfil baixo para bancada

Para servigo pesado; certifique-se de ter suporte de carga de piso adequado
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